
まえがき＝スパッタリング法は，原理的に非常に多様な
皮膜を形成可能であり，半導体・電子機能分野から装飾
用まで広範囲の産業分野で応用されているコーティング
法である。スパッタリング法のほとんどは，ターゲット
裏側に配置した磁石による磁場を利用して，ターゲット







に少量のO2


